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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を材料へ照射してレーザ加工を行うレーザ加工システムであって、
　前記材料上に、これから加工する製品の画像を投影する投影手段と、
　前記投影手段によって投影された投影画像を、前記材料上で移動して修正する修正手段
と、を有し、
　前記材料に対して前記投影画像の位置を確定した後に、前記投影画像の位置に基づいて
加工データを生成し、
　前記投影手段は、これから加工する製品の画像と共に、前記材料が載置された加工パレ
ットのスキッドの頂点位置の画像を投影することを特徴とするレーザ加工システム。
【請求項２】
　前記修正手段が、前記投影手段によって投影された画像を、平行移動あるいは回転移動
することを特徴とする請求項１に記載のレーザ加工システム。
【請求項３】
　前記修正手段により移動修正された前記投影画像の位置に基づいて、加工プログラムが
修正されることを特徴とする請求項１および２のいずれかに記載のレーザ加工システム。
【請求項４】
　前記材料が、製品を加工した後に発生する端材からなり、その端材上に、これから加工
する製品の画像を投影して、これから加工する製品の加工位置が適切か否かを判断するこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のレーザ加工システム。
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【請求項５】
　前記投影手段が、これから加工する製品の画像を、異なる場所に載置された材料上に、
選択的に投影することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のレーザ加工システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワークとしての板状の材料に製品を割り付けてレーザ加工するレーザ加工シ
ステム及びレーザ加工方法に係り、さらに詳細には、加工不良が生じないように、例えば
、端材の如き素材ワークから効率良く製品を割り付けることができるレーザ加工システム
及びレーザ加工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　レーザ加工システムによるレーザ加工においては、ロット数が少ない場合や、１枚しか
加工しないような場合、材料として、例えば、作業者が端材置き場から適当な大きさの端
材を探し出し、その端材を用いてレーザ加工する場合がある。
【０００３】
　端材は、ブランク加工等において、材料から製品を板取加工等をした後に発生する。
【０００４】
　このような端材を用いてレーザ加工する場合、作業者は、その端材をレーザ加工機のパ
レット上に置き、レーザヘッドからレーザ焦点位置に照射されるLEDマーカー等点を見な
がら、端材の加工可能範囲内に製品が来るように加工部分を位置合わせし、その位置情報
を加工プログラムに還元するようにしていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００―１６３１１１号公報
【特許文献２】特開２０１４―４８０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような端材の如き素材ワークを用いたレーザ加工における作業者
による加工部分の位置合わせ作業は、熟練を必要とし、経験の浅い作業者には難しいとい
う問題があった。
【０００７】
　すなわち、製品が複雑な形状をしている場合や、部品を回転させたい場合等では、端材
の上では既に加工された穴を避けてヘッド位置を合わせるのは作業者にとっては難しく、
経験を必要とした。
【０００８】
　より詳しく説明すると、矩形の大きさを作業者が把握した上で、端材上でコンベックス
を当てて穴に干渉しないかを確認する作業を行うため時間がかかり、さらに、端材が、複
雑に入りこんだ部品を加工した穴を有する場合、これから加工する部品が複雑な形状であ
ると加工が穴にかからないかの判断が難しかった。
【０００９】
　また、端材の加工できる領域が作業者の立つ位置から離れているとコンベックスを端材
に当てることが困難となり、実際に加工をしてみると、穴の開いた部分で加工部品がかか
ってしまい、製品にならない問題もあった。
【００１０】
　また、手動でプログラムを作成しているために、加工途中で加工領域を超えてしまう場
合があり、そのような場合、途中停止することでその部品は捨てられ、加工をやり直さざ
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るを得ない問題もあった。
【００１１】
　さらに、大きな問題として、レーザ加工軌跡と材料を支えるスキッドの頂点が重なると
材料とスキッドが溶着して、スキッドの頂点が溶けるなどの加工不良が発生する問題があ
った。
【００１２】
　本発明は、上記した事情に着目してなされたものであり、その目的とするところは、端
材を用いてレーザ加工する場合にも、熟練を必要とせずに、加工不良が生じないように端
材から実寸大で効率良く製品を割り付けすることができるレーザ加工システム及びレーザ
加工方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は上述の問題を解決するためのものであり、請求項１に係る発明は、レーザ光を
材料へ照射してレーザ加工を行うレーザ加工システムであって、前記材料上に、これから
加工する製品の画像を投影する投影手段と、前記投影手段によって投影された投影画像を
、前記材料上で移動して修正する修正手段と、を有し、前記材料に対して前記投影画像の
位置を確定した後に、前記投影画像の位置に基づいて加工データを生成し、前記投影手段
は、これから加工する製品の画像と共に、前記材料が載置された加工パレットのスキッド
の頂点位置の画像を投影することを特徴とするレーザ加工システムである。
【００１４】
　請求項２に係る発明は、前記修正手段が、前記投影手段によって投影された画像を、平
行移動あるいは回転移動することを特徴とする請求項１に記載のレーザ加工システムであ
る。
【００１５】
　請求項３に係る発明は、前記修正手段により移動修正された前記投影画像の位置に基づ
いて、加工プログラムが修正されることを特徴とする請求項１および２のいずれかに記載
のレーザ加工システムである。
【００１６】
　請求項４に係る発明は、前記材料が、製品を加工した後に発生する端材からなり、その
端材上に、これから加工する製品の画像を投影して、これから加工する製品の加工位置が
適切か否かを判断することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のレーザ加工シス
テムである。
【００１７】
　請求項５に係る発明は、前記投影手段が、これから加工する製品の画像を、異なる場所
に載置された材料上に、選択的に投影することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記
載のレーザ加工システムである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、加工不良が生じないように端材から効率良く製品を割り付けることが
できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明によるレーザ加工方法が実施されたレーザ加工システムの概略図である。
【図２】図１に示したレーザ加工機１の加工側１aの概略構成図である。
【図３】図１に示したＮＣ装置５の機能ブロック構成図である。
【図４】図１に示すプロジェクタ１eの概略構成図である。
【図５】図１に示すプロジェクタ１eにより材料W上にこれから加工する部品の画像Cを投
影した様子を示す説明図である。
【図６】本発明を実施したレーザ加工方法のフローチャートである。
【図７】製品の画像がプロジェクトマッピングにより投影された材料Wの一例の概略平面
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図である。
【図８】平行移動された製品の画像がプロジェクトマッピングにより投影された材料Wの
一例の概略平面図である。
【図９】指先で操作できるワイヤレスマウス７の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明によるレーザ加工方法が実施されたレーザ加工システムの概略図である
。
【００２３】
　図１に示すように、このレーザ加工システムは、レーザ加工機１と、レーザ加工機１の
加工プログラムを作成する自動プログラム作成システムとしてのＣＡＭ３と、ＣＡＭ３よ
りの加工プログラムに基づいてレーザ加工機１を駆動するＮＣ装置５とを有している。
【００２４】
　そして、ＮＣ装置５には、作業者からの指示を入力する指先で操作できるワイヤレスマ
ウス７が備えられている。
【００２５】
　このワイヤレスマウス７およびＮＣ装置５により修正手段が構成される。
【００２６】
　レーザ加工機１は、図１に示すように、加工側１aと段取側１bとに分かれており、図２
に示すように、加工側１aには、材料Wを載置するスキッド状の加工パレット１a１が設け
られ、その加工パレット１a１上の材料Wを、移動自在のレーザヘッド１cによりレーザ加
工するようになっている。また、段取側１bにもスキッド状のテーブル１b１が設けられ、
そのテーブル１b１上に材料Wを載置するようになっている。
【００２７】
　そして、加工側１aの段取側１b近傍には、プロジェクタ１eが設けられている。
【００２８】
　図２は、図１に示したレーザ加工機１の加工側１aの概略構成図である。
【００２９】
　図３は、図１に示したＮＣ装置５の機能ブロック構成図である。
【００３０】
　図３に示すように、ＮＣ装置５は、後述する種々の情報に基づいて材料W上に投影する
画像を作成する投影画像生成部５aと、プロジェクタ駆動信号を作成するプロジェクタ駆
動信号作成部５bと、作業者によりの修正指示に基づいて投影画像を移動修正する投影画
像修正部５cと、投影画像に基づいた加工プログラムを準備する加工プログラム準備部５d
と、加工プログラムに基づいてレーザ加工機１を駆動する加工駆動部５eとを有している
。
【００３１】
　なお、投影画像修正部５cは、作業者からの指示を入力する指先で操作できるワイヤレ
スマウス７による投影画像修正指示に従って、投影画像の位置を修正する。
【００３２】
　また、図３では、それぞれの機能を持つ専用の投影画像生成部５a、プロジェクタ駆動
信号作成部５b、投影画像修正部５c、加工プログラム準備部５d、および加工駆動部５eを
有するハードウエア構成としたが、RAMおよびROMを有するCPUにおいてソフトウェアで、
上述したそれぞれの機能を達成するソフトウェア構成としても良い。
【００３３】
　プロジェクタ１eは、加工側１aの加工パレット１a１上の材料Wおよび段取側１bのテー
ブル１b１上の材料Wのそれぞれに選択的に、加工する部品の画像を投影できるようになっ
ている。すなわち、プロジェクタ１eは、異なる場所に置かれた材料Wのそれぞれに選択的
に、加工する部品の画像を投影できるようになっている。
【００３４】
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　ここで、図４に示すように、プロジェクタ１eは、加工側１aの段取側１bの近傍の上面
に固定された支柱１e１と、支柱１e１に１８０度回転自在に備えられた投影部１e３と、
支柱１e１に対して投影部１e３を１８０度回転駆動し、加工側１aの加工パレット１a１上
の材料Wを投影する第１の位置A（実線で表示）と段取側１bのテーブル１b１上の材料Wを
投影する第２の位置B（一点鎖線で表示）とに選択的に向くように駆動する回転駆動部１e
５とを有しており、回転駆動部１e５は、ＮＣ装置５よりのプロジェクタ駆動信号に基づ
いて投影部１e３を回転駆動するモータ等からなる。
【００３５】
　図４は、図１に示すプロジェクタ１eの概略構成図である。
【００３６】
　なお、図４に示すように、この実施形態のプロジェクタ１eは、加工側１aの加工パレッ
ト１a１上の材料Wと段取側１bのテーブル１b１上の材料Wとに、これから加工する部品の
画像Cを、選択的に所定角度で投影する構成となっていたが、他の構成でも良い。
【００３７】
　すなわち、加工側１aの加工パレット１a１上の材料Wと段取側１bのテーブル１b１上の
材料Wとのどちらか一方に、これから加工する部品の画像Cを、真上から投影するようにプ
ロジェクタを配置する構成としても良い。また、加工側１aの加工パレット１a１上の材料
Wと段取側１bのテーブル１b１上の材料Wとの両者に、これから加工する部品の画像Cを、
真上から投影するようにプロジェクタを移動配置するような構成としても良い。
【００３８】
　プロジェクタ１eは、図５に示すように、加工側１aの加工パレット１a１上の材料Wある
いは段取側１bのテーブル１b１上の材料Wの所定位置に、これから加工する部品の画像Cを
、プロジェクトマッピングにより投影するようになっている。図５においては、材料Wは
、すでに部品Dが切り取られた穴D1および部品Eが切り抜かれた穴E1を有する端材となって
いる。また、図５では、加工側１aの加工パレット１a１上の材料Wに部品の画像Cを投影す
る様子を示している。
【００３９】
　図５は、図１に示すプロジェクタ１eにより材料W上にこれから加工する部品の画像Cを
投影した様子を示す説明図である。
【００４０】
　なお、プロジェクタ１eおよびＮＣ装置５により投影手段が構成される。
【００４１】
　次に、図６を参照して、本発明を実施したレーザ加工方法について説明する。
【００４２】
　図６は、本発明を実施したレーザ加工方法のフローチャートである。
【００４３】
　まず、図６のステップ１０１において、ＣＡＭ３によって生成されたこれからレーザ加
工するための加工プログラムがＮＣ装置５に入力される。ここで、この加工プログラムに
は、加工範囲の情報を有する製品のデータ等が含まれる。
【００４４】
　そして、ステップ１０３において、作業者によりＮＣ装置５へ、端材からなる材料Wの
データが入力される。ここで、この材料データには、材料Wの形状や厚みデータ等が含ま
れる。
【００４５】
　それと共に、ステップ１０５において、作業者によりＮＣ装置５へ、加工側１aの加工
パレット１a１と段取側１bのテーブル１b１のどちらの材料Wを対象とするかの情報および
対象とする側の加工パレット１a１あるいはテーブル１b１のスキッドの位置情報が入力さ
れる。
【００４６】
　次に、ステップ１０７において、作業者によりＮＣ装置５へプロジェクタ１eによるプ
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ロジェクト画像と加工範囲とレーザ原点との関係パラメータからなる位置補正値が入力さ
れる。
【００４７】
　ステップ１０９において、ＮＣ装置５は、入力された加工プログラムおよび材料データ
および位置補正値に基づいて、プロジェクタ１eの製品投影画像の信号およびプロジェク
タ駆動信号を作成する。
【００４８】
　ここでは、加工プログラムに対し、材料Wの厚みデータから投影高さを計算すると共に
、位置補正値およびプロジェクタ１eの投影角度の情報に基づいて、投影画像が材料の投
影場所に適切に表示されるように、投影画像が縮小あるいは拡大するように、その倍率を
計算し調整して設定し、プロジェクタ１eの投影画像の信号を作成する。
【００４９】
　すなわち、設定された倍率のパラメータで描画される製品および加工範囲の境界の情報
および位置補正値に基づいて、プロジェクタ１eの投影画像の信号が作成される。
【００５０】
　また、加工側１aの加工パレット１a１と段取側１bのテーブル１b１のどちらに材料Wを
載置するかの情報に基づいて、プロジェクタ１eが、加工側１aの加工パレット１a１上の
材料Wを投影する第１の位置Aあるいは段取側１bのテーブル１b１上の材料Wを投影する第
２の位置Bに向くように駆動するプロジェクタ駆動信号を作成する。
【００５１】
　また、加工パレット１a１あるいはテーブル１b１のスキッドの位置情報に基づいて、ス
キッドの頂点位置が点として投影画像に現れると共に、レーザヘッド１cの可動範囲から
なる加工可能範囲の情報に基づいて、加工可能範囲が線として投影画像に現れるように投
影画像の信号が作成される。
【００５２】
　ここで、スキッドの頂点位置は、レーザによる溶融やスパッタ等によるスキッドの変形
による許容幅を考慮して、ある程度の大きさの円形で投影される。
【００５３】
　なお、この実施形態では、スキッドの頂点位置と製品の投影画像とが干渉する場合は、
その干渉するスキッドの位置を色分けして表示するように投影画像の信号を作成している
が、スキッドの頂点と製品の投影画像の色が異なっていれば、作業者は、その干渉を見分
けることができるので、単に、スキッドの頂点と製品の投影画像の色を変えるようにして
も良い。
【００５４】
　また、レーザヘッド１cの可動範囲からなる加工可能範囲も色を変えて投影するように
しても良い。
【００５５】
　なお、プロジェクタ１eの製品投影画像の信号は、ＮＣ装置５の投影画像生成部５aで生
成され、プロジェクタ駆動信号は、ＮＣ装置５のプロジェクタ駆動信号作成部５bで生成
される。
【００５６】
　次に、ステップ１１１において、ＮＣ装置５により作成された投影画像の信号に基づい
て、プロジェクタ１eが製品の画像を、スキッドの頂点位置の点画像およびレーザヘッド
１cの可動範囲からなる加工可能範囲と共に材料Wに投影する。
【００５７】
　すなわち、まず、ＮＣ装置５により作成されたプロジェクタ駆動信号に基づいて、プロ
ジェクタ１eの回転駆動部１e５は、その投影部１e３を回転駆動し、プロジェクタ１eの投
影部１e３は、ＮＣ装置５により作成されたプロジェクタ１eの投影画像の信号に基づいて
、製品の画像を材料Wに投影する。
【００５８】
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　図７は、製品の画像がプロジェクトマッピングにより投影された材料Wの一例の概略平
面図である。
【００５９】
　図７に示すように、すでに部品Fが切り抜かれた穴F1および部品Gが切り抜かれた穴G1を
有する端材からなる材料W上に、製品の画像Hがプロジェクトマッピングにより投影されて
おり、さらに、スキッドの頂点位置Iが点として投影され、スキッドの頂点位置と製品の
投影画像とが干渉する場合は、その干渉するスキッドの頂点位置を色分けして表示されて
いる。図７では、干渉するスキッドの頂点位置Iは、点線で示されており、レーザヘッド
１cの可動範囲からなる加工可能範囲Kは、一点鎖線で示されている。
【００６０】
　次に、ステップ１１３において、作業者により、材料W上に投影された製品の画像Hがチ
ェックされ、投影された製品の画像Hの位置で良いか否かが判断される。
【００６１】
　すなわち、製品の画像Hが、スキッドの頂点位置の点画像と共に材料W上に投影され、こ
の実施形態では、スキッドの頂点位置と製品の投影画像とが干渉する場合は、その干渉す
るスキッドの位置を色分けして表示しているので、作業者は、容易にスキッドの頂点位置
と製品の投影画像との干渉等を判断できる。
【００６２】
　また、製品の画像Hが、レーザヘッド１cの可動範囲からなる加工可能範囲Kと共に材料W
上に投影されているので、製品の画像Hが加工可能範囲内か否かも合わせて確認できる。
【００６３】
　ここで、スキッドの頂点位置と製品の投影画像とが干渉していたり、部品がすでに切り
抜かれた箇所に製品の投影画像がある等の、投影された製品の画像Hの位置で良くない場
合（ステップ１１３でNOの場合）、次のステップ１１５へ移行する。
【００６４】
　上記ステップ１１３でNOの場合、ステップ１１５において、投影された製品の画像Hの
位置の修正の指示が行われる。
【００６５】
　ここでは、作業者により、指先で操作できるワイヤレスマウス７を介し、投影された製
品の画像Hが、適正位置になるような指示がＮＣ装置５に入力される。
【００６６】
　すなわち、材料W上にプロジェクトマッピングにより投影された製品の画像Hが、適正位
置になるように、投影された製品の画像Hを横縦方向に平行移動させる指示や投影された
製品の画像Hを回転移動させる指示をワイヤレスマウス７により入力される。
【００６７】
　例えば、図７の概略平面図に示すように、材料W上にプロジェクトマッピングにより投
影された製品の画像Hが、スキッドの頂点位置Iと製品の投影画像とが干渉している場合（
スキッドの頂点位置Iが点線で示される）、ワイヤレスマウス７により製品の画像Hを横方
向Jに所定距離だけ平行移動させるように操作し、図８に示すように、製品の画像Hを横方
向Jに所定距離だけ平行移動させて、スキッドの頂点位置Iと製品の投影画像とが干渉しな
いようにする。この移動の際、製品の画像Hが加工可能範囲K内での移動か否かも確認でき
る。
【００６８】
　なお、製品の画像Hが、横方向Jに所定距離だけ平行移動される時に、その製品の画像H
の色を変更しても良い。
【００６９】
　また、製品の画像Hの移動に際しては、予め移動ピッチ量を定めておき、ワイヤレスマ
ウス７の所定ボタンの１クリックにより、製品の画像Hが、上記移動ピッチ量だけ移動す
るようにしても良い。
【００７０】
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　図８は、平行移動された製品の画像がプロジェクトマッピングにより投影された材料W
の一例の概略平面図である。図８でも、レーザヘッド１cの可動範囲からなる加工可能範
囲Kは、一点鎖線で示されている。
【００７１】
　また、この実施形態では、スキッドの頂点位置Iと製品の投影画像とが干渉しないよう
に製品の画像を移動するケースについて説明したが、材料W上の傷やスパッタなどのデー
タからは分からないものを、作業者が目視で確認し、そのような傷やスパッタなどを避け
るように製品の画像を移動するようにして、製品に傷やスパッタなどが残らないようにす
ることもできる。
【００７２】
　図９は、指先で操作できるワイヤレスマウス７の概略構成図である。
【００７３】
　図９に示すように、この実施形態では、ワイヤレスマウス７は、作業者の指にはめて使
用するようになっており、種々のボタンを備えている。すなわち、投影された製品の画像
Hを横縦方向に平行移動させるシフトボタンや投影された製品の画像Hを回転動作させるボ
タン等を有している。なお、作業者の指示をＮＣ装置５に入力するシステムの構成は、こ
のようなワイヤレスマウスではなく、他の構成でも良い。
【００７４】
　上記ステップ１０９に戻り、ＮＣ装置５は、上記ステップ１１５で作成された投影され
た製品の画像Hを横縦方向に平行移動させる指示や投影された製品の画像Hを回転動作させ
る指示に基づいて、指示に基づいて修正されたプロジェクタ１eの製品投影画像の信号を
作成する。
【００７５】
　なお、修正されたプロジェクタ１eの製品投影画像の信号の作成は、ＮＣ装置５の投影
画像修正部５cで行われる。
【００７６】
　次に、上記ステップ１１１において、ＮＣ装置５により作成された修正投影画像の信号
に基づいて、プロジェクタ１eが製品の画像を、スキッドの頂点位置の点画像と共に材料W
に投影する。
【００７７】
　従って、上述した例の場合、図８に示すように、スキッドの頂点位置Iと製品の投影画
像とが干渉しないような、製品の画像Hを横方向Jに所定距離だけ平行移動させた製品の画
像Hが材料Wに投影される。
【００７８】
　次に、上記ステップ１１３において、作業者により、材料W上に投影された製品の画像H
がチェックされ、投影された製品の画像Hの位置で良いか否かが判断され、YESの場合（材
料Wに対して投影画像の位置が確定）、ステップ１１７において、ＮＣ装置５により、加
工データとして、投影された製品の画像Hの加工プログラムが生成され準備される。
【００７９】
　すなわち、プロジェクタ１eの製品投影画像の信号が修正されない場合は、元の加工プ
ログラムが準備され、プロジェクタ１eの製品投影画像の信号が修正された場合は、修正
された製品投影画像の信号に基づいて、元の加工プログラムに変更が加えられ、その変更
が加えられた加工プログラムが準備される。
【００８０】
　上述した例の場合、図８に示すように、スキッドの頂点位置Iと製品の投影画像とが干
渉しないように製品の画像Hを横方向Jに所定距離だけ平行移動させた場合、その平行移動
させた分だけ位置情報が再計算され、その再計算された位置座標に基づいた加工プログラ
ムが準備される。
【００８１】
　なお、ここでは、ＮＣ装置５の加工プログラム準備部５dにより、加工プログラムの準
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【００８２】
　次に、ステップ１１９において、上記ステップ１１７において準備された加工プログラ
ムにより、レーザ加工機が駆動される。なお、ここでは、ＮＣ装置５の加工駆動部５eに
よりレーザ加工機が駆動される。
【００８３】
　このように、この実施形態によれば、プロジェクタ１eにより材料W上に、これから加工
する製品の画像が直接的に投影されるので、材料Wとして端材を用いた場合でも、作業者
は、これから加工する部品の画像の位置が適正か否かを、容易かつ確実に判断することが
できる。
【００８４】
　すなわち、すでに穴が切り落とされた端材を使う場合にも、加工する部品が穴に干渉し
ないかを容易に判断でき、加工する部品が穴に干渉しないように加工プログラムを修正す
ることができる。
【００８５】
　また、上述した実施形態のように、レーザ加工軌跡と材料を支えるスキッドの頂点が重
なる場合にも、レーザ加工軌跡と材料を支えるスキッドの頂点との重なりを容易に判断で
き、レーザ加工軌跡と材料を支えるスキッドの頂点が重ならないように加工プログラムを
修正することができる。
【００８６】
　この発明は前述の発明の実施の形態に限定されることなく、適宜な変更を行うことによ
り、その他の態様で実施し得るものである。
【００８７】
　すなわち、投影された製品の画像を横縦方向に平行移動させたり、投影された製品の画
像を回転動作させるための作業者の指示を、ＮＣ装置５に入力する装置としては、指先で
操作できるワイヤレスマウス以外に、例えば、ＮＣ操作画面や、タブレットや、パルスジ
ェネレータ等を用いても良い。
【００８８】
　また、この実施形態では、１枚の材料に製品の画像を投影するようにしているが、複数
の材料のそれぞれに、製品の画像を投影するように使用しても良い。
【符号の説明】
【００８９】
１…レーザ加工機
１a…加工側
１b…段取側
１e…プロジェクタ
３…ＣＡＭ
５…ＮＣ装置
７…指先で操作できるワイヤレスマウス
W…材料
H…製品の画像
I…スキッドの頂点位置
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